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High Technology for Buildings
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Tecnova s...

organizza per il 12 aprile a Corridonia
presso: Hotel Grassetti

Via Romolo Murri, n°1 - 62014 Corridonia (MC)

Con il patrocinio di:

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Macerata

www.tecnhovabuild.it



"Metodologie innovative per isolamento con
membrane endotermiche a spessore zero,
impermeabilizzazione e protezione delle
opere in calcestruzzo e deumidificazione
delle murature con impulsi a risonanza”

Programma:

09:00

09:30

10:30

11:15

12:00

Apertura dei lavori

Salvatore Varsallona

Migliorare I’'isolamento termico dell’involucro
edilizio con le membrane endotermiche a
spessore zero

Ing. Giorgio Di Ludovico

Case history, risultati e termografie su edifici
trattati con la membrana endotermica in
fasce climatiche diverse: Catania, Roma e
Pordenone.

Sistema di calcolo della trasmittanza per le
stratigrafie con membrane endotermiche.

Dott. Danilo Messina

Impermeabilizzazione protezione delle opere
in calcestruzzo.

La deumidificazione elettrofisica delle
murature con la tecnologia ir (impulse
risonance)

Chiusura dei lavori



'SCHEDA DI ADESIONE

“Nuove Tecnologie per il Risparmio
Energetico a Spessore Zero!”

Hotel Grassetti
Via Romolo Murri n°1 - 62014 Corridonia

Venerdi 12 aprile - ore 09.00

Nnome

Cognome

societa/ente

o i attivits

i

cap - comune - provincia

tel. Z fax

e-mail

Al fine di una migliore organizzazione dei lavori, Vi
chiediamo gentilmente di inviare la presente scheda di adesione via
e-mail o faxa :

Tecnova s.r.l.

Via Monsignor B. Denti, 7b - 95041 - Caltagirone (CT)
Tel. 0933.334840 - 0933.56553
www.tecnovabuild.it - info@tecnovabuild.it

Si1 prega di presentarsi al workshop muniti della
presente scheda.

D. Lgs 196/2003 - Si autorizza Tecnova s.r.l.
al trattamento de1 dati al solo scopo informativo delle attivita svolte,
con il divieto alla diffusione e cessione degli stessi
senza preventiva autorizzazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI:
Tecnova s.r.l.

data firma




